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１．概要（Summary） 

 細胞内の局所領域を物理的に取得し計測することを目

的として、単一細胞を切断・回収するマイクロデバイスを

開発した。本支援事業の装置群を利用し、電子線描画に

よるナノパターンの形成、シリコンドライエッチングを行い、

デバイスを作製した。また走査電子顕微鏡による微細形

状評価も行った。本年度は細胞切断の原理実証に取り組

んだ。 

 

２．実験（Experimental） 

 単一細胞切断用マイクロデバイスは細胞に直接接触し、

押圧することで物理的に細胞を複数の領域に分割するデ

バイスである。本年度は作製したデバイスを用いて培養細

胞を用いて切断操作の実証実験に取り組んだ。 

 本事業の支援に基づき以下の装置群を利用して、デバ

イスの作製を行った。シリコン基板上に電子線描画装置

（エリオニクス社製 ELS-7500EX）を使用してナノサイズ

のレジストパターンを生成し、ドライエッチングにより、数

100 nm 幅の微細構造刃を作製した。そのシリコン構造体

をダイシングマシン（DISCO 社製 DAD3220）を用いて

10mm 角のサイズに分割し実験に用いた。デバイスは走

査電子顕微鏡（JEOL 社製 JCM-5700LV）によって観

察し、寸法の計測を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 単一細胞切断に用いた実験装置、およびシリコン構造

体をFig. 1に示す。倒立顕微鏡ステージ上で細胞培養基

板にシリコン構造体を垂直に移動させ接触・切断すること

のできる機構となっている。蛍光染色した細胞の観察像

から細胞の切断を検証した。本実験の結果、シリコン構造

体は破損することなく、細胞を切断できることが示された

（特許出願）。 

 

 

 

 

Fig. 1. Single cell dissection device. Upper ：

Experimental setup、Lower：Microdevice for cutting 

single cells 
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